SMT planzeta je nastroj, ktery umoznuje tisk lepidla pro klasické soucastky nebo cinové
pasty pro SMD soucastky. Zatimco u planzety na lepidlo na presnosti tolik nezalezi, pro
planzety na SMT jsou kladeny ¢im dal vétsi naroky na vSechny parametry. Existuji i metody
pfimého tisku pasty specializovanym zafizenim, planzeta vsak stale predstavuje predevsim
ekonomicky zpUsob tisku. Nase firma se zaméruje predevsim na ekonomické provedeni SMT
planZet nebo naopak Spickové provedeni z elektrolytického niklu.

Obecné panuje ned(véra v kvalitu leptanych planzet. Pti¢ina je historicka, kdy se
pouzivaly nekvalitni materidly a postupy. Nami pouzivané materidly jsou velmi kvalitni a
certifikované, stejné tak presna je vyrobni technologie — litografie, pouzivana i pfi vyrobé
plosnych spojli a polovodi¢ovych Cipl. Nicméné nerez ma i své nevyhody, pfi leptani je
sloZitéjsi vytvorit rizné velké objekty v jednom vyrobnim cyklu, u laserem fezanych zase roste
cena pri velkém mnozZstvi objektll. Obé technologie pak maji spole¢ny fakt, Ze jde o
destruktivni metodu vyroby, kdy se z kovové fdlie folie odebira materidl v otvorech. Tim
dochdzi k poruseni krystalické struktury kovu, coZ se projevi ve zdrsnéni stén otvorQ. Lze ji
elektrochemicky vylestit, ovsem za cenu dalSich nakladu.

povrch stény nerezové povrch stény niklové typicky tvar otvoru
planzety ( 150 um) planzety ( 150 um) electroformingem

Proto jsme zavedli technologii electroforming, ktera tyto neduhy nema : Nerezovy nosny
plech se chemicky vycisti a nanese na néj vrstva fotorezistu v tloustce poZzadované sily plechu.
Pres fotografickou matrici se exponuje kolimovanym UV zafenim nebo digitdlné technologii
LDI, ¢im se vytvofi vysledny motiv vyrobku z niklu tvrdosti cca 550 Hv. Poté nasleduje vyvolani
a galvanické pokoveni niklem, ktery velmi presné okopiruje motiv a v misté fotorezistu
zGstanou otvory. VSe pracuje na molekularni drovni, vysledny dil je proto velmi presny a
hladky. Nasleduje odstranéni fotorezistu a pfesné méreni pozadovanych toleranci. Lze docilit £
10 um, digitdlné i £ 5 um. Je to nedestruktivni vyrobni metoda, pfi niZ se vynasi pouze
material, ktery na vyrobku zlstane.

Parametry :



Materidl : elektrolyticky sulfamatovy niklovy plech sily 50 — 150 um do rozmér( cca 585 x 736

mm a tvrdosti cca 550 Hv.

Presnosti : protozZe proces probihd na molekuldrni drovni, jsou tolerance objekt bézné + 12,5

um. Samotny proces koveni viak probiha + 1 um, lze tedy docilit i lepSich vysledku. Vyrobitelna

velikost objektd je od 75 um.
Vyhody :

1. Tvar stén a hran : a) spodni strana plechu zlstavda matna a velmi rovna s ostrou hranou
otvoru b) horni strana je zrcadlové hladka, nizké povrchové napéti umozniuje lepsi
odvalovani pasty c) hrany otvorl jsou u horni ¢3asti zaoblené, tedy neposkozuji térku a u
spodni ¢asti jsou ostré, coz zajisti presné ufiznuti pasty pri odtrhu. Diky zrcadlové hladkému
povrchu stén se velmi dobfe uvoliuje cinova pasta z otvoru a planZeta se Iépe Cisti.

2. Rovinnost : vyrobou nevznikaji Zadné otfepy, hrany jsou uz z vyroby velmi hladké i na
hrandch i sténach otvorl. Materidl nedostava tepelny ani mechanicky stres, zlistane tedy
velmi rovny.

3. Slozitost : Ize vytvaret i velké mnozZstvi objektd, tvarové jakkoli sloZité v jednom vyrobnim
cyklu, tedy ekonomicky velmi prijatelné.

4. Preciznost : Ize vyrobit velmi maly primér objektd od 75 um. Pfinos maji tyto planzety pro
velmi malé soucastky typu microBGA, kde maji zvySenou schopnost tisku i pres velmi malé
otvory. Lze dosahnout lepsiho poméru velikosti otvord a sily plechu. Pasta méné ucpdva i
velmi malé otvory.

5. Zivotnost : diky tvrdosti cca 600 Hv, co? je o 50 % proti nerezovym maji tyto planzety
planZety ani pfi silném napnuti - je tedy zajisStén velmi pfesny tisk.

6. Tloustka : protoZe plech narlsta postupné, je mozné vytvorit jakoukoli silu plechu mezi 50
— 150 um v krocich po 10 um. Nevyhodou je delsi ¢as vyroby i vice nez 6 hodin, navic ¢im
pomaleji se pokovuje, tim rovnomérnéjsi je plech. Neni tedy vhodna pro expresni
zalezitosti.

7. Reliéf : Ize lokalné sniZit plochu az a 2/3 plGvodni tloustky, coZ je jinymi metodami obtizné
vyrobitelné. Tato metoda umoznuje i vytvareni rGzné silnych oblasti, tzv. viceurovnové
planzety, které jsou vhodné pro plosné spoje s kombinaci jemnych a masivnich soucastek
s rdznymi potfebami mnozstvi pasty.

8. Ekologie : tato stranka rovnéz neni zanedbatelnd. Niklové planZety se vyrabi galvanickym
pokovenim a vytvari se tedy pouze vysledny plech, nevznika tedy témér zadny odpad.
Ostatni metody jsou destruktivni a vznika ¢ast odpadu, ktery nema vyuziti. Energetické
prostiredky k jeho vyrobé tedy byly zbyte¢né, navic nikl ma i po skonceni Zivotnosti cca 10 x
vysSSi hodnotu pfi vykupu na rozdil od nerezi. Electroforming je tedy nejSetrnéjsi k
zivotnimu prostredi z vSech ostatnich technologii.

Mezi technické parametry, ovliviujici kvalitu patfi predevsim hranova ostrost vytvorenych
objektl. Pokud tato neni dodrZena, dostava se pasta mimo pajeci plosky, coz zplsobuje po
pajeni zkraty. DalSim, neméné dlleZitym parametrem je tvrdost materidlu, kterd musi byt
alespon 400 HV, jinak nelze zajistit opakovatelnou presnost tisku. Aby nedochazelo
k prosakovani pasty pod planzetu a pozdéjSim moznym zkratim nebo kulickdm pajky, musi
planZeta dokonale sedét na pajeci plosce a nesmi dochazet k prihybu vlivem pruiného
podloZeni. A konecné, poslednim dulezitym faktorem je pfesnost vytvorenych objektl, které
jsou u laserem fezanych cca 12,5 um, u leptanych cca + 25 um. Velikost kulicek pajky v pajeci



pasté byva vsak v obou pripadech vétsi, takze tyto parametry jsou vyhovuijici. Kapilarni sily pfi
pretaveni pasty zpuUsobi, Ze se eliminuji i pozi¢ni nepresnosti usazeni planzety ( pokud nejsou
pfrilis velké ) na plosny spoj a roztavena pajka se rozlije pouze na cilené plosce.
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Druhy planiet :
1. Nerezové leptané :
Tyto planzety jsou vyrdabény fotolitografii, tedy chemickym leptdnim. Jde o presnou
metodu s dosahovanymi presnostmi + 25 um. Tyto nerezové planZety jsou predevsim s
dirazem na ekonomickou stranku produktu. Vyhody :

1. Chemickym obrabénim plechu nedochdazi k zadnému tepelnému ani mechanickému
namahdni, takZe planzeta z(stdva zcela rovnd a nezvinéna.

2. Na hranach otvor( nevznikaji Zadné otrepy, hrany jsou hladké a pajeci pasta se mize lépe
uvolnovat na plosny spoj.

3. Tato metoda umoznuje i vytvareni rGzné silnych oblasti, tzv. viceuroviiové planzety, které
jsou vhodné pro plosné spoje s kombinaci jemnych a masivnich soucdstek s rdznymi
potfebami mnoZstvi pasty.

4. Vzhledem k obrabéni v plose neni podstatné mnoiZstvi vytvarenych objektd, zvlasté pri
velkém mnoistvi ploSek pak mlze byt znaény ekonomicky efekt.

2. Niklové leptané :

Tyto planZety jsou vyrdabény fotolitografii, tedy chemickym leptdnim. Jde o presnou
metodu s dosahovanymi presnostmi + 25 um. Tyto niklové planZety jsou predevsim s dirazem
na rychlost vyroby, avsak na kvalitni niklovy plech. Vyhody :

3. Niklové elektroformové :

Tyto planzZety jsou vyrdbény electroformingem, tedy galvanickym vytvdrenim. Jde o
velmi presnou metodu s dosahovanymi presnostmi + 12,5 um. Tyto niklové planZety jsou
predevsim s dirazem na kvalitni provedeni a dlouhou Zivotnost. Vyhody :

® na niklové planZety neni nutny polishing, niklové planzety maji hladké stény i horni
stranu, coZ pusobi lepsi uvolfiovani pasty
e hrbolatost nerezi je 2 um, niklu 0,8 um, tedy se 4 x |épe uvolfuje pasta

® niklové planzety standard IPC 7525 revize A

e srovnani typl planZet vyhody a nevyhody, technici ktefi méli moZnost tisknout s
niklovymi planzetami, si pochvaluji jejich vlastnosti, vyrazné lepsi od nerezového
materialu, ale kvlli cené nebrali a povazuji ji za lepsi pro tisk nez nerez

e proces electroformingu je asové narocny a neda se pfilis automatizovat. Proto v zemich
s drahou pracovni silou jsou tyto vyrobky velmi drahé

e kvalita planZety je predevsim kvalita materialu, nerez, lepsi je nikl je tvrdsi a hladky

® jsou navrzeny pro vyrobce elektroniky, kteri vyzaduji prvotfidni provedeni tisku az do
urovné mikroelektroniky, dokonce i pod rozte¢ 0,4 mm. PlanZzety poskytuji vysokou
presnost, trvanlivost a dlouhou Zivotnost pro i pro velkoobjemové aplikace tisku.



e Tyto planZety jsou vyrabény elektroformingem, tedy galvanickym pokovovanim
nosného nerezového plechu, na némz je vytvoren motiv objektll. Ty pak tvofi vysledné
otvory. Jde o velmi pfesnou metodu s dosahovanymi presnostmi az + 12,5 um.

4. Alpakové leptané :

Tyto planzety jsou vyrabény fotolitografii, tedy chemickym leptdnim. Jde o presnou
metodu s dosahovanymi pfesnostmi + 25 um. Tyto alpakové jsou predevsim s dirazem na
rychlost vyroby. Vyhody :

e material Alpaka je dobfe opracovatelny. ProtozZe je vSak pomérné mékky a drahy, na SMT
planZety jej nedoporucujeme a nabizime jen na pfani, pokud jsou k tomu néjaké divody.

5. Hlinikové vrtané :

Tyto planzety jsou vyrabény CNC vrtanim. Jde o nepfilis presnou metodu s dosahovanymi
presnostmi + 100 um. Tyto planZety jsou urceny predevsim na nandseni lepidla, kde presnost
nehraje roli. Vyhody :

e Pouzity hlinikovy material je velmi levny a dobfe opracovatelny. Je tak vhodny specialné
pro zakdzky, kde se osazuje lepidlem pro soucastky jen nékolik mélo kust desek v jediném
osazovacim cyklu, tedy velmi mala série nebo vyvojova zalezZitost pro 1 ks. Tato planzeta
neni nijak pfesna, Ize ji napnout jen jednou, ¢im Ze natolik zdeformuje, Ze je po vyjmuti ze
sitotisku nepouzitelna. Jejim hlavnim ukolem je ekonomickd stranka, je dostupna za
polovinu ceny planZety nerezové. Pres své nedostatky, kde patti i zvySené mnozZstvi zkratl a
nedotiskll, tedy potfebé zvySenych oprav na ploSnych spojich mlze byt u malych sériich
ekonomicka uUspora znacna. Ne kazdd osazovaci firma vSak mUze byt ochotnd takovéto
planZety pouzivat.

6. Nerezové laserem fezané :
Tyto planzety jsou vyrabény laserovym rezanim. Jde o presnou metodu s dosahovanymi
presnostmi + 10 um. Tyto nerezové planZety jsou predevsim s durazem na. Vyhody :

Tyto planzety jsou vyrabény rfezanim laserem. Jsou to s dosahovanymi presnostmi + 10
um. Vyhody :

Swecidlni provedeni planiet :

1. Prototypovd, ekonomicka SMT planZeta :

V evropskych podminkach je casto potrfeba vyrabét ovérovaci vzorky, k cemuz
ekonomicky mohou pfispét tzv. EKO Sablony. Jde o standardni planzetu, ktera ma pouze
omezeni velikosti plochy do cca A4 a nelze ji tak upevnit do béznych tiskovych zafizeni. Pro
vytvoreni nékolika kustd osazenych plosnych spoja si vSak vyvojar mlze pripravit pracovisté,
kde desky natiskne a vyvoj tak méné zatizi dalSimi naklady.

2. Viceurovnové SMT planzety :

S postupem miniaturizace a dalSiho zmenSovani soucastek pfibyva pozadavkl na rlizné
mnoiZstvi nanesené pasty na plosky na ploSném spoji. Jednou z metod, jak nastavit rozdilné
mnozstvi pasty je rlzna velikost otvord na planzeté pri stejné tloustce planzZety. Pfi nevhodné



zvolené velikosti otvorl to ale muZe zpUsobovat naneseni vétsi vrstvy pajeci pasty a po
pretaveni mohou vznikat zkraty. Proto je vhodnéjsi vyladit mnoZstvi natisknuté pasty rliznou
silou plechu na tiskové planzeté. Pak je mozné v jednom tiskovém kroku nanést jak malé
mnozstvi pasty napf. pro pouzdra BGA, tak vétSi mnozstvi pro vétsi soucastky. Na vyleptané
planZeté jsou oblasti, kde je tloustky plechu sniZzena a proto se pfi jednom tisku nanese rGzné
mnozZstvi pajeci pasty na pajeci plosky.

popis viceuroviovych, kdy pfi kombinaci velkych soucastek a microBGA je problém zvolit
jednotnou silu planZety. Tyto lze vyrabét jen elektrochemicky, laser tuto moznost nema. 3D
planZety lze udélat tak, Ze se zalepta reliéf dfive nanesené pasty, nejen v plose, ale i na
sténach otvoru. Hrany jsou lehce zaobleny a nedochazi tak k poskozovani térek.

Zobrazeni planZety se dvéma riznymi
tloustkami. NizZsi je urcena pro tisk velmi
jemnych rozteci, kde je potreba mensi mnozstvi
pdjeci pasty

Viceurovnovd planZeta
s vymezenim oblasti se snizenou
tloustkou
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minimum 20 mil / 0,508 mm > < A A

. > < maximum 12 mil/ 0,305 mm
minimum 75 mil / 1,905 mm .
minimum 4 mil /0,101 mm

optimal 100 mil/ 2,54 mm

3. 3D planzety :

Jedna se o pomérné specialni druh planzety. Jeji princip spociva v tom, ze napriklad pfi
silnych vodic¢ich na plosSném spoji dochazi k pruzeni planzety proti zbytku laminatu a
k deformacim tisku. Zvlasté u velmi jemnych rozteci by méla planzeta pfi tisku lezet velmi
dobre na ploSném spoji, ktery musi byt rovnéz nepruzné podlozen. Proto se da pouzit tato
reliéfova planzeta, jejiz princip je podobny jako viceurovrnova. Zaleptany motiv je vSak otocen
smérem k ploSnému spoji a je zaleptan motiv plosného spoje, ktery tak pfesné kopiruje vodice
a znemoziuje pruzeni. Jeji vyuziti mizZe byt ve specialnich pfipadech, kdy tento parametr
ovliviiuje kvalitu tisku. Dal$i mozné feSeni problému, pokud povrch desky neni rovny, jsou na
ném uz vytvorené néjaké soucastky nebo jiné nerovnosti.

Provedeni 3D planzety. Kde je patrné
zaleptani vodici do stejné hloubky, jako sila

médi na plosném spoji

PoloZeni planZety v rezu na plosny spoj
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